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Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici 

Milano e Città Metropolitana 

 

Ai referenti inclusione e ai docenti di sostegno 

 

Oggetto: Incontro informativo on line -Bando Ausili 2023-2024 terza annualità, martedì 

26 settembre ore 16,30-18,00 

Si porta all’attenzione delle S.S..L.L., l’incontro in oggetto organizzato in collaborazione con il 

CTS IC Bonvesin de la riva Legnano, volto alla presentazione del “Bando ausili e sussidi didattici 

2023-24”, le cui progettualità sono finalizzate al miglioramento dell’efficacia delle proposte 

educative e didattiche specifiche mediante l’impiego di strumentazioni idonee a facilitare 

l’apprendimento delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, degli studenti e delle 

studentesse con disabilità (L. 104/1992). 

Per partecipare all’iniziativa che si terrà il 26 settembre 2023 alle ore 16,30 è necessario 

iscriversi al seguente link.  

Nell’imminenza dell’incontro verrà inviato il link di partecipazione alla mail indicata. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

Yuri COPPI 
 

    

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: ls/lt/mf  

numero telefono diretti 0292891.450/705/423  

indirizzo mail: info@ufficiointegrazionemi.net 
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